Paduri, punti si via in MMIC



PADURI IN MMIC

L '4% 120um minimum . —“ﬂ
\ =

Cep =4x107L( pF)

120p0m minimum

|
st

Nit 1

(layer 5)
M3
(layer 7)

M2 Poly
(layer 4) (layer 6)
Nit 2
(layer 8)




VIA in MMIC
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Circuitul echivalent a tranzitiei GaAs/Alumina
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Grosimea L, Cee Law Cegp Valid to
Aluminei (um)
(nH) (PF) (nH) (PF)
635 0 0.035 0.7nH/mm See 14 GHz
254 0.03 0.128 0.7nH/mm 20 GHz
Eq.(1.1)




Observatii

Inductanta firului punte, 0.7nH/mm, este valabila
pentru un fir de Au cu diametrul de 25um.

Capacitatea padului este calculata utilizind Eq.(1.1.).
C.. Capacitatea de capat a aluminei.

Pentru aplicatii la frecvente peste 14 GHz, substratul
recomandat este cel de 254um.



